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摘 要

本文提出一微製程技術製作之氣體壓力感測器，此感測器有更高量測靈敏度，可應用範圍更為廣闊。因此於本文中透過以

相同製程變換薄膜上之感測層尺寸大小，並且藉由改變感測層尺寸大小進行感測器特性之討論。本文所提出之微機電氣體

壓力感測器其中以沉積氮化矽的矽材料為感測器之基材，並於壓力感測器背部反應離子蝕刻(Reactive Ion Etching, RIE)後以

濕蝕刻後殘留於矽基材上之氮化矽做為感測器感測層之薄膜，且在薄膜上透過電子束蒸鍍法(Electron Beam Evaporation,

EBE)沉積白金做為壓阻式之感測電極，再將感測器於負壓環境中黏著於載玻片上。其中經由連接電極以量測感測層因壓力

變化對薄膜產生之變化量，藉由薄膜之變化量量測壓力之變化。經由實驗得知，以此方法製作之壓力感測器極為靈敏，可

量測出微小之壓力變化亦符合本論文中所提出之氣體壓力感測器之感測性質。

關鍵詞 : 壓力感測器 壓阻 濕蝕刻 氮化矽薄膜
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